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内容简介

本文档内容主要介绍WLCSP封装特点和相关的物理特性，供客户参考以帮助客户规避或改善在SMT，组装等

使用情景下的问题或风险。
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WLCSP 封装介绍
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1. 什么是WLCSP 封装

晶圆片级芯片规模封装（Wafer Level Chip Scale Packaging，简称WLCSP)，即晶圆级芯片封装方式，不同于

传统的芯片封装方式（先切割再封测，而封装后至少增加原芯片20%的体积），此种最新技术是先在整片晶圆

上进行封装和测试，然后才切割成一个个的IC颗粒，因此封装后的体积即等同IC裸晶的原尺寸。

2. WLCSP的结构

WLCSP 由四部分组成，芯片直接在硅基芯片上植球将芯片内部电路引出。

•  Silicon Die

• Re-passivation 

• UBM

• Ball (bump)

图1  WLCSP整体结构图 图2  WLCSP bump 结构图
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WLCSP 封装介绍
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3. WLCSP的优点

•  WLCSP晶圆级芯片封装方式的最大特点是有效地缩减了封装体积，使封装外形更加轻薄。故符合便携式产

品轻薄短小的特性需求。

• WLCSP 直接由bump引出芯片内部电路相比于打线产品具有优良的电气特性，提升了产品数据传输的速度和

稳定性。

• WLCSP 没有传统封装的塑封料或者陶瓷包装，所以产品在工作中产生的热量可以有效的散发，从特保持产

品的优良参数特性。
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4. WLCSP的湿敏等级

由于传统封装芯片存在塑封料等有机组分，这些组分暴露在空气中会吸湿，当吸湿到达一定量时，芯片在
SMT过程中，芯片受热导致内部潮气能产生足够的蒸汽压，从而导致芯片不同组分之间分层，严重时发生“爆米
花”状况。

由于WLCSP 芯片没有塑封料等有机组分，芯片主体只由硅基体组成，因此，天生湿敏等级可到达MSL1。

WLCSP 封装介绍

水蒸气引
起的分层

芯片框架

图3  塑封芯片分层示意图

硅基体

图4  WLCSP芯片示意图

表1  湿敏等级表



Confidentiality Requested

GLF WLCSP POD- 0.67x0.67mm (带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.425mm

球高：0.1mm

硅基厚度：0.3mm

背膜厚度：25um



Confidentiality Requested

GLF WLCSP POD- 0.77x0.77mm (带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.46mm

球高：0.16mm

硅基厚度：0.275mm

背膜厚度：25um
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GLF WLCSP POD- 0.77x0.77mm (不带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.46mm

球高：0.16mm

硅基厚度：0.3mm
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GLF WLCSP POD- 0.77x0.77mm (不带背膜/薄款 )
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关键尺寸

产品厚度：0.35mm

球高：0.1mm

硅基厚度：0.25mm
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GLF WLCSP POD- 0.97x0.97mm (带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.25mm

硅基厚度：0.275mm

背膜厚度：25um
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GLF WLCSP POD- 0.97x0.97mm (不带背膜)

关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.25mm

硅基厚度：0.3mm
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GLF WLCSP POD- 0.97x0.97mm (不带背膜/薄款)

关键尺寸

产品厚度：0.35mm

球高：0.1mm

硅基厚度：0.25mm
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GLF WLCSP POD- 0.97x1.47mm (带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.25mm

硅基厚度：0.275mm

背膜厚度：25um
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GLF WLCSP POD- 0.97x1.47mm (不带背膜)

关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.25mm

硅基厚度：0.3mm
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GLF WLCSP POD- 0.97x1.47mm (不带背膜/薄款)

关键尺寸

产品厚度：0.35mm

球高：0.1mm

硅基厚度：0.25mm
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GLF WLCSP POD- 1.27x1.27mm (带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.2mm

硅基厚度：0.325mm

背膜厚度：25um
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GLF WLCSP POD- 1.27x1.67mm (带背膜)
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关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.2mm

硅基厚度：0.325mm

背膜厚度：25um
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GLF WLCSP POD- 1.27x1.67mm (不带背膜)

关键尺寸

产品厚度：0.55mm

球高：0.2mm

硅基厚度：0.35mm
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GLF WLCSP POD- 1.27x1.67mm (不带背膜/薄款)

关键尺寸

产品厚度：0.35mm

球高：0.1mm

硅基厚度：0.25mm
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锡球规格书-SAC305
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SAC305 
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锡球规格书-SAC305
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锡球规格书-SAC305
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锡球规格书-SAC266
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锡球规格书-SAC266
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锡球规格书-SAC266
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建议 & 总结
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WLCSP封装 产品使用建议。

1. WLCSP 封装为了达到优良的电性和物理采用了裸Die的封装方式区别于常规的塑封料封装。 该芯片在SMT 或者组装过程

中需要注意物理碰撞，以及过高的应力发生。

2. 常规封装产品焊接时与基板相连接的部位是外露的框架引脚。WLCSP 是锡球焊接在PCB板上，焊接的回流焊曲线菜单设

置，建议可以参考锡球材料回流焊建议曲线。

3. 封装厂芯片tape reel 站点使用吸嘴将芯片吸附并放进编带，参考尺寸如下。（如需要的，客户可参考）

总结：

 使用WLCSP 封装产品，在获得其优良特性的同时需对该封装的芯片组装加工过程做相应的调整。

  GLF始终致力提供给客户电性优良的产品，帮助客户解决问题并作改进。

芯片尺寸 吸嘴外径(mm) 吸嘴内径(mm) 吸力

0.67x0.67x0.425 0.76 0.35 <80cN

0.77x0.77x0.46 0.76 0.35 <80cN

0.97x0.97x0.55 0.76 0.35 <80cN

0.97x1.47x0.55 1.02 0.5 <80cN

1.27x1.27x0.55 1.02 0.5 <80cN

1.27x1.67x0.55 1.02 0.5 <80cN



Thank You

Jie Fu Microelectronics （Sichuan）Co., Ltd
 15F, Tower B,JIC, No.669 Wan Xiang Nan Road, Hi-
Tech District, Chengdu
Tel: 028-64109903


